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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder emgereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Halbleiterbauelement-Testgerat 

@ Das beschriebene Halbleiterbauelement-Testgerat ist 
imstande, die Speicherabschnitte und die logischen Ab- 
schnitte eines kombinierten, Speicherabschnitte und logi- 
sche Abschnitte enthaltenden ICs aufeinanderfolgend au- 
tomatisch zu testen. Ein fur den Speichertest vorgesehe- 
ner Testkopf (104A) und ein fur den logischen Test vorge- 
sehener Testkopf (104B) sind in oder an der Bewegungs- 
bahn eines Testtabletts (TST) derart angeordnet, dafi so- 
wohl der Speicherabschnitt als auch der logische Ab- 
schnitt jedes im Test befindlichen und auf dem Testtabiett 
angeordneten ICs aufeinanderfolgend getestet werden, 
wozu der jeweilige IC mit an den jeweiligen Testkopfen 
angebrachten Sockeln in elektrischen Kontakt gebracht 
wird. Die ICs bleiben hierbei auf demselben Testtabiett. 
Vorzugsweise wird zunachst der Speicherabschnitt eines " ; 
, jeweiligen ICs durch den fur den Speichertest ausgeleg- 
ten Testkopf getestet und anschlieftend der logische Ab- 
schnitt dieses ICs durch den fur den logischen Test vorge- 
sehenen Testkopf uberpruft. 
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Beschreibung 



Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Halbleiter- 
bauelement-Testgerat, das zum Testen von durch integrierte 
Halbleiterschaltungen gebildeten Halbleiterbauelementen 
ausgelegt ist. Insbesondere bezieht sich die Erfindung auf 
ein Halbleiterbauelement-Testgerat bzw. IC-Testgerat, das 
zum Testen von integrierten Halbleiterschaltungen geeignet 
ist, bei denen Speicherabschnitte und logische Schaltungs- 
abschnitte gemeinsam als eine integrierte Halbleiterschal- 
tung in dem gleichen Einzelchip ausgebildet sind. 

Eine Vielzahl von zum Testen von integrierten Halbleiter- 
schaltungen ausgelegten Testgeraten, bei denen die elektri- 
schen Eigenschaften von integrierten Halbleiterschaltungen 
dadurch gemessen werden, daB ein Testsignal mit einem 
vorbestimmten Muster an die im Test befindlichen integrier- 
ten Schaltungen angelegt wird, istjeweils mit einer Halblei- 
terbauelement-Transport- und Handhabungseinrichtung 
(Bearbeitungseinrichtung) verbunden. Diese im folgenden 
auch verkiirzt als Handhabungseinrichtung bezeichnete 
Halbleiterbauelement-Transport- und Handhabungseinrich- 
tung dient zum Transportieren von im Test befindlichen, in- 
tegrierten Halbleiterschaltungen, die im folgenden auch ver- 
kiirzt als ICs bezeichnet werden, .zu einem Test- oder Priif- 
abschnitt, bei dem ein IC mit einem Sockel, der an einem 
Prufkopf oder Testkopf des Testgerats angebracht ist, in 
elektrischen Kontakt gebracht wird. Die Handhabungsein- 
richtung transportiert anschlieBend die getesteten ICs nach 
dem Testvorgang aus dem Testabschnitt heraus und sortiert 
sie in auslegungskonforme (fehlerfreie oder akzeptable) 
Bauteile und in nicht auslegungskonforme (defekte oder 
fehlerhafte) Baiielemente in Abhangigkeit von den jeweili- 
gen Testergebnissen. Allgemein werden solche Testgerate, 
bei denen die elektrischen Eigenschaften von ICs dadurch 
gemessen werden, daB ein ein vorbestimmtes Muster auf- 
weisendes Testsignal an die ICs angelegt wird, als "IC-Test- 
gerat" oder "IC-Tester" bezeichnet. Zu" diesen Testgeraten 
zahlen auch die IC-Testgerate, die mit einer Handhabungs- 
einrichtung mit dem vorstehend beschriebenen Aufbau aus- 
gestattet sind. 

ICs werden bislang allgemein in zwei l^pen unterteilt, 
von denen einer als Speicher-ICs bezeichnet wird, die 
hauptsachlich aus einem Speicherabschnitt bestehen. Der 
andere Typ wird als logische ICs (Logik-ICs) bezeichnet, 
die jeweils hauptsachlich aus einem logischen Schaltungs- 
abschnitt bestehen, der im folgenden auch verkiirzt als logi- 
scher Abschnitt bzw. Logik-Abschnitt bezeichnet wird. Ein 
Speicher-IC weist eine Mehrzahl von Stiften (Anschliissen) 
auf, deren Anzahl in der GroBenordnung von nicht mehr als 
mehreren zehn (20 bis 40 Anschliisse) liegt. Dieser Sachver- 
halt triffi selbst angesichts der jiingeren Entwicklung hin- 
sichtlich einer VergroBerung der Speicherkapazitat zu. Im 
Unterschied hierzu weist ein logischer IC eine sehr groBe 
Anzahl von Anschliissen auf, deren Anzahl haufig bis zu 
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Weiterhin ist in der letzten Zeit die Tendenz zu verzeich- 
nen, zusammengesetzte bzw. gemischte ICs (kombinierte 
ICs) herzustellen, die haufig auch als System-LSI-Schaltun- 
gen (integrierte System-Schaltungen mit hohem Integraii- 
5 onsmaB) bezeichnet werden und bei denen jeweils ein Spei- 
cherabschnitt, der eine relativ groBe Kapazitat aufweist, in 
einen logischen IC eingebaut wird. Damit solche gemisch- 
ten ICs getestet werden konnen, ist es naturgemafi er- 
wiinscht, den gesamten Testvorgang derart auszufuhren, daB 
10 die logischen Abschnitte und die Speicherabschnitte ge- 
meinsam getestet werden. Bei dieser Vorgehensweise istje- 
doch eine enorm groBe Anzahl von Testmustem fur den 
Testvorgang erforderlich, so daB es Schwierigkeiten berei- 
tet, diese Vorgehensweise in der Praxis zu realisieren. Femer 
ist auch ein sehr viel langeres Zeitintervall fur den Testvor- 
gang erforderlich, was dazu fiihrt, daB das teure Testsystem 
uber eine lange Zeitdauer hinweg im Einsatz ist, wodurch 
sich wiederum das unerwiinschte Ergebnis einstellt, daB die 
fur den Test erforderlichen Kosten ubermaBig hoch sind. 

Im Hinblick auf die vorstehend geschilderte Situation 
wird generell die Art und Weise der Erstreckung bzw. An- 
ordnung der Stifte (Anschliisse) von gemischten, d. h. korn- 
binierten ICs derart konzipiert, daB es moglich ist, die Spei- 
cherabschnitte und die logischen Abschnitte separat zu te- 
sten. Es ist daher gegenwartig die iibliche Praxis, die Spei- 
cherabschnitte und die logischen Abschnitte unter Verwen- 
dung von separaten Speicher-IC-Testgeraten und Logik-IC- 
Testgeraten zu testen. 

Im folgenden werden die Unterschiede zwischen den zum 
Testen von Speicher-ICs ausgelegten IC-Testgeraten und 
den zum Testen von logischen ICs ausgelegten IC-Testgera- 
ten, die herkommlicherweise benutzt werden, in groBeren 
Einzelheiten erlautert. 

Bei Speicher-ICs, die eine relativ kleine Anzahl von An- 
schliissen in der GroBenordnung von 20 bis 40 Anschliissen 
aufweisen, ist es moglich, ein IC-Testgerat zu benutzen, das 
derart aufgebaut ist, daB es viele ICs jeweils gleichzeitig te- 
sten kann. Dem Fachmann ist bekannt, daB ein IC-Tester ei- 
nen als Testkopf bezeichneten Abschnitt enthalt, der zum 
Einschreiben eines ein vorbestimmtes Muster aufweisenden 
Testsignals in die im Test befindlichen ICs sowie zum Aus- 
lesen des eingeschriebenen Testsignals ausgelegt ist. Dieser 
Testkopf ist separat von dem Main Frame bzw. Hauptab- 
schnitt des IC-Testers aufgebaut und in dem Testabschnitt 
der Handhabungseinrichtung angeordnet. An dem Testkopf 
ist eine Leistungs- bzw. Anpassungsplatine angebracht, an 
der Sockel bzw. Buchsen befestigt sind, die zum elektri- 
schen Kontaktieren der Anschliisse (Stifte) der im Test be- 
findlichen ICs ausgelegt sind. Die Anzahl von Kontakten, 
die in einem solchen Testkopf ausgebildet werden konnen, 
ist begrenzt und liegt in der GroBenordnung von 500 bis 
600. Durch diesen Sachverhalt wird die Anzahl von Sockeln 
begrenzt, die an dem Testkopf angebracht werden konnen. 
Bei einem Speicher-IC-Tester ist folglich der Testkopf 
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mehreren hundert Anschliissen (in der GroBenordnung von 55 mit einer geeigneten Anzahl von Sockeln in Abhangigkeit 

500 Anschliissen) betragen kann. von der Anzahl von Anschliissen der zu testenden ICs aus- 

Aufgrund der erheblichen, zwischen Speicher-ICs und lo- gestattet. Beispiels weise konnen 16 Sockel fur ICs mit 40 

gischen ICs vorhandenen Unterschiede hinsichtlich der An- Anschliissen vorgesehen sein, so daB es moglich ist, 1 6 ICs 

zahl von Anschliissen und auch im Hinblick auf die weitge- jeweils gleichzeitig zu testen. Es konnen auch 32 Sockel fur 

henden Unterschiede hinsichtlich der Testverfahren fur 60 ICs mit 20 Anschliissen vorgesehen werden, so daB jeweils 



Speicher-ICs und fur logische ICs ist es bislang iibliche Pra- 
xis, getrennte IC-Testgerate zum Testen von Speicher-ICs 
(Speichertestsysteme) sowie IC-Testgerate zum Testen von 
logischen ICs (logische Testsysteme) bereitzustellen und die 
Tests der Speicher-ICs und der logischen ICs unter Verwen- 
dung von jeweils vollig unterschiedlich aufgebauten IC- 
Testgeraten auszufuhren (hierbei ist insbesondere der Auf- 
bau der Handhabungseinrichtungen unterschiedlich). 
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32 ICs zu einem Zeitpunkt getestet werden konnen. Altema- 
tiv konnen beispiels weise auch 64 Sockel fur ICs mit jeweils 
10 Anschliissen vorgesehen sein, so daB 64 ICs jeweils 
gleichzeitig getestet werden konnen. Die Anzahl von ICs, 
die zu einem Zeitpunkt getestet werden konnen, ist somit in 
Abhangigkeit von der Anzahl von Anschliissen der im Test 
befindlichen ICs festgelegt. 

In den letzten Jahren ist die sich nicht urnkehrende Ten- 
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denz hinsichtlich einer Zunahme der Speicherkapazitat der 
IC-Speicher zu beobachten, die zu einer Verlangerung der 
fur die Durchfuhrung des Tests erforderlichen Zeitdauer 
fuhrt. Im Hinblick darauf sind bereits Versuche unternom- 
men worden, bei einem Speicher-IC-Testgerat die Testdauer 
zu verkurzen und folglich die fur den Test benotigten Kosten 
zu verringem, indem viele ICs jeweils gleichzeitig einem 
Testvorgang unterzogen werden. 

Im Unterschied hierzu sind bei einem zumTesten von lo- 
gischen ICs ausgelegten IC-Tester starke Beschrankungen 
hinsichtlich der Anzahl von ICs vorhanden, die jeweils 
gleichzeitig getestet werden konnen. Dies liegt daran, daB 
bei logischen ICs eine sehr groBe Anzahl von Anschlussen 
wie etwa mehrere hundert Anschlusse (Stifte) vorhanden 
sind. Gegenwartig befindet sich hauptsachlich ein zum Te- 
sten von logischen ICs ausgelegter IC-Tester im praktischen 
Einsatz, der derart ausgestaltet ist, daB ein bis mehrere ICs 
jeweils gleichzeitig getestet werden konnen. 

Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf die Fig. 4 bis 10 
der allgemeine Aufbau einer Handhabungseinrichtung be- 
schrieben, die in Verbindung mit einem herkommlichen IC- 
Tester zum Testen von Speicher-ICs zum Einsatz kommt. 

Fig. 4 zeigt eine schematische Draufsicht, in der ein Bei- 
spiel einer herkommlichen Handhabungseinrichtung fur den 
Einsatz bei dem Transport und der Handhabung von Spei- 
cher-ICs dargestellt ist, wobei der Kammerabschnitt in per- 
spektivischer Ansicht gezeigt ist. In Fig. 5 ist eine schemati- 
sche perspektivische Ansicht der in Fig. 4 dargestellten 
Handhabungseinrichtung gezeigt. Die dargestellte Handha- 
bungseinrichtung weist einen Kammerabschnitt 100 zum 
Testen von ICs (Halbleiterspeichem) die auf einem Testta- 
blett TST aufgebracht sind und auf diesem Testtablett in den 
Kammerabschnitt eingefuhrt werden, einen IC-Lagerab- 
schmU 20&zam Lagern von noch zu testenden ICs (imTest 
befindlichen ICs) und von bereits getesteten und sortierten 
ICs, einen Beschickungsabschnitt 300, in dem zu testende 
ICs, die von einem Benutzer bereits zuvor auf Universalta- 
bletts (Kundentabletts) KST aufgebracht worden sind, zu ei- 
nem Testtablett TST transportiert und auf dieses urngesetzt 
werden, und einen Entladeabschnitt 400 auf, in dem die ge- 
testeten ICs, die auf dem Testtablett TST aus dem Kammer- 
abschnitt 100 im AnschluB an die Durchfuhrung des Test- 
vorgangs heraustransportiert worden sind, von dem Testta- 
blett TST zu den Universaltabletts KST transportiert und auf 
die Universaltabletts urngesetzt werden. Hierbei sind die 
Testtabletts TST so ausgelegt, daB sie hohen und/oder nied- 
rigen Temperaturen widerstehen konnen. Der Entladeab- 
schnitt 400 ist im allgemeinen derart aufgebaut, daB gete- 
stete ICs auf der Grundlage der bei dem Test erhaltenen Er- 
gebnisdaten sortiert und die ICs auf entsprechende, zugehd- 
rige Universaltabletts aufgebracht werden. 

Der Kammerabschnitt 100 enthalt eine Konstanttempera- 
turkammer 101, die zum Ausuben einer durch eine ge- 
wiinschte hohe oder tiefe Temperatur bewirkten Tempera- 
turbelastung bzw. Temperaturbeanspruchung auf die imTest 
befindlichen und auf einem Testtablett TST angeordneten 
ICs ausgelegt ist, eine Testkammer 102 zur Durchfuhrung 
von elektrischen Tests bezuglich der ICs, die unter der in der 
Konstanttemperaturkammer 101 aufgepragten Temperatur 
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stehen, und die Antwortsignale von den ICs aufzunehmen 
und diese zu dem IC-Tester weiterzuleiten. 

Das Testtablett TST wird in umlaufender Weise von dem 
Beschickungsabschnitt 300 sequentiell durch die Konstant- 
temperaturkammer 101 des Kammerabschnitts 100, die 
Testkammer 102 des Kammerabschnitts 100 und die Kam- 
mer 103 des Kammerabschnitts 100 sowie durch den Entla- 
deabschnitt 400 zuriick zu dem Beschickungsabschnitt 300 
bewegt. Die Konstanttemperaturkammer 101 und die Kam- 
mer 103 (Temperaturanpassungskammer) sind hoher als die 
Testkammer 102 aufgebaut und weisen obere Abschnitte 
auf, die uber die Oberseite der Testkammer 102 nach oben 
vorstehen, wie dies aus Fig. 5 ersichtlicb ist. 

Wenn die ICs eine hohe Temperatur von beispielsweise 
ungefahr 125°C aufweisen, auf die sie in der Konstanttem- 
peraturkammer 101 gebracht worden sind, werden die ICs in 
der Kamrner 103 durch zwangsweise umgewalzte Luft bis 
auf die Raum temperatur herabgekiihlt, bevor sie zu dem 
Entladeabschnitt 400 heraus transportiert werden. Falls die 
ICs eine niedrige Temperatur von beispielsweise ungefahr 
-30°C in der Konstanttemperaturkammer 101 ausgesetzt 
worden sind, werden sie mit erwarmter Lufil oder durch ei- 
nen Heizer bis auf eine Temperatur aufgeheizt, bei der keine 
Taubildung oder Kondensation auftritt, bevor die ICs zu 
dem Entladeabschnitt 400 heraus transportiert werden. 

Ein Testtablett TST, das in dem Beschickungsabschnitt 
300 mit zu testenden ICs bestuckt worden ist, wird von dem 
Beschickungsabschnitt 300 zu der Konstanttemperaturkam- 
mer 101 des Kammerabschnitts 100 transportiert Die Kon- 
stanttemperaturkammer 101 ist mit einer vertikalen Trans- 
porteinrichtung (Vertikaltransporteinrichtung) ausgestattet, 
die dazu ausgelegt ist, eine Mehrzahl von Testtabletts TST 
(beispielsweise neun Testtabletts) in der Form eines Stapels 
zu halten. Bei dem dargestellten Beispiel wird ein Testta- 
blett, das von dem Beschickungsabschnitt 300 neu aufge- 
nommen worden ist, auf die Oberseite des Stapels aufge- 
* bracht, wohingegen das unterste Testtablett heraus und zu 
der Testkammer 102 transportiert wird. Die zu testenden ICs 
werden der durch die vorbestimmte hohe oder niedrige Tem- 
40 peratur hervorgerufenen Temperaturbelastung ausgesetzt, 
wahrend das zugehorige Testtablett TST aufeinanderfol- 
gend von der Oberseite bis zu dem Boden des Stapels auf- 
grund der vertikal nach unten gerichteten Bewegung der 
Vertikaltransporteinrichtung bewegt wird, und auch wah- 
rend der Wartezeitdauer, bis die Testkammer 102 geleert ist. 
In der Mitte der Testkammer 102 ist der Testkopf 104 ange- 
ordnet. Das Testtablett TST, das jeweils eines nach dem an- 
deren aus der Konstanttemperaturkammer 101 heraus trans- 
portiert worden ist, wird auf dem Testkopf 104 angeordnet. 
Dort wird eine vorbestimmte Anzahl der ICs von den insge- 
samt auf dem Testtablett befindlichen und dem Test zu un- 
terziehenden ICs mit nicht gezeigten IC-Sockeln, die an 
dem Testkopf 104 angebracht sind, in elektrischen Kontakt 
gebracht Dies wird im folgenden noch naher beschrieben. 
Nach dem AbschluB des Tests von alien auf dem jeweiligen 
Testtablett angeordneten ICs seitens des Testkopfs 104 wird 
das Testtablett TST dann zu der Kamrner 103 transportiert, 
in der die Warrne oder Kalte von den getesteten ICs abge- 
fuhrt wird und die ICs wieder auf die Raumtemperatur zu- 
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belastung stehen, und eine Kamrner 103 zur Beseitigung der 60 riickgebracht werden, bevor sie zu dem Entladeabschnitt 



Warrne oder Kalte, die dazu dient, die in der Konstanttem 
peraturkammer 101 bervorgerufene Temperaturbelastung 
der ICs zu beseitigen, die dem Test in der Testkammer 102 
unterzogen worden sind. Die Testkammer 102 enthalt intern 
den Testkopf 104 des IC-Testers," der fur den Speichertest 
ausgelegt ist und der dazu dient, verschiedene elektriscbe 
Testsignale an die ICs anzulegen, die mit den an dem Test- 
kopf 104 angebrachten IC-Sockeln in elektrischem Kontakt 
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400 transportiert werden. 

In ahnlicher Weise wie die vorstehend beschriebene Kon- 
stanttemperaturkammer 101 ist auch die Kamrner 103 mit 
einer vertikalen Transporteinrichtung (Vertikaltransportein- 
richtung) ausgestattet, die dazu ausgelegt ist, eine Mehrzahl 
von jeweils aufeinandergestapelten Testtabletts TST (bei- 
spielsweise neun Testtabletts) zu baiten. Bei dem dargestell- 
ten Ausfuhrungsbeispiel wird ein Testtablett, das neu von 
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der Testkammer 102 zugefuhrt wird, an der Unterseite des 
Stapels angeordnet, wohingegen das oberste Testtablett zu 
dem Endadeabschnitt 400 ausgegeben wird. Die Warme 
oder Kalte wird von den getesteten ICs abgefuhrt und damit 
diese ICs wieder auf die auBenseitige Temperatur (Raum- 
temperatur) zuriickgebracht, wahrend das zugehdrige Test- 
tablett TST aufeinanderfolgend von dem Boden bis zu der 
Oberseite des Stapels aufgrund der vertikal nach oben ge- 
richteten Bewegung der vertikalen Transporleinrichtung be- 
wegt wird. 

Die getesteten ICs, die auf dem Testtablett TST transpor- 
tiert werden, werden zu dem Endadeabschnitt 400 geleitet, 
in dem sie in Abhangigkeit von den jeweiligen Testergebnis- 
sen in Kategorien einsortiert und dann auf die entsprechen- 
den Universal tabletts KST transportiert und in diesen gela- 
gert werden. Das jeweilige Testtablett TST, das in dem Ent- 
ladeabschnitt geleert worden ist, wird zu dem Beschik- 
kungsabschnitt 300 zuriickgeleitet, in dem es emeut mit zu 
testenden ICs, die von einem Universaltablett KST bereitge- 
stellt werden, bestiickt wird. Es wiederholen sich dann die 
gleichen, vorstehend erlauterten Arbeitsschritte. 

Wie in Fig. 5 gezeigt ist, kann die fur die ICs vorgesehene 
Transporteinrichtung, die zum Transportieren der ICs von 
dem Universaltablett KST zu dem Testtablett TST vorgese- 
hen und in dem Beschickungsabschnitt 300 angeordnet ist, 
in Form einer einen Transport in den Richtungen X und Y 
bzw. in beiden horizontalen Richtungen bewirkenden Trans- 
porteinrichtung 304 ausgebildet sein, die zwei sich gegen- 
uberliegende parallele Schienen 301 aufweist, die an der Ba- 
sisplatte 105 oberhalb des Beschickungsabschnitts 300 an- 
gebracht sind und sich in der nach vorne und hinten verlau- 
fenden Richtung der Handhabungseinrichtung (im folgen- 
den als die Richtung Y bezeichnet) erstrecken. Die Trans- 
porteinrichtung 304 urnfaBt weiterhin einen beweglichen 
Arm 302, der die beiden Schienen 301 uberspannt und an 
seinen beiden entgegengesetzten Enden an den Schienen 
301 beweglich angebracht ist, und einen beweglichen Kopf 
303, der an dem beweglichen Arm 302 derart angebracht ist, 
daB er entlang des Arms 302 in der Armlangsrichtung, d. h. 
in der nach rechts und links weisenden Richtung der Hand- 
habungseinrichtung (diese Richtung wird im folgenden als 
die Richtung X bezeichnet) beweglich ist. Aufgrund dieses 
Aufbaus ist der bewegliche Kopf 303 in der Richtung Y 
zwischen dem Universaltablett KST und dem Testtablett 
TST und weiterhin auch entlang des beweglichen Arms 302 
in der Richtung X beweglich, 

Der bewegliche Kopf 303 weist mindestens einen Bauele- 
memgreifkopf auf, der an seiner bodenseitigen Flache (Un- 
terseite) in vertikaler Richtung beweglich angebracht ist. 
Aufgrund einer Bewegung des beweglichen Kopfs 303 in 
den Richtungen X und Y und der nach unten gerichteten Be- 
wegung des Bauelementgreifkopfs laBt sich der Bauele- 
memgreifkopf mit einem auf dem Universaltablett KST an- 
geordneten IC in Anlage bringen und der IC dann beispiels- 
weise durch Unterdruckansaugung ansaugen und ergreifen, 
so daB der IC von dem Universaltablett KST zu dem Testta- 
blett TST transportierbar ist. Der bewegliche Kopf 303 kann 
mit einer Mehrzahl von Greifkopfen, beispielsweise acht 
Greifkopfen, versehen sein, so daB jeweils gleichzeitig acht 
ICs von dem Universaltablett KST zu dem Testtablett TST 
transportiert werden konnen. 

Hierbei ist anzumerken, daB eine Positionskorrekturein- 
richtung 305 zwischen den Anhaltepositionen des Univer- 
saltabletts KST und des Testtabletts TST angeordnet ist, die 
dazu dient, die Orientierung oder Position eines ICs zu kor- 
rigieren und die auch als "Prazisionsausrichtungseinrich- 
tung M bezeichnet wird. Diese die IC-Positionen korrigie- 
rende Posidonskorrektureinrichtung 305 entbalt relativ tiefe 



Vertiefungen, in die man die ICs, die an den Bauelement- 
greifkopfen gehalten werden, durch Freigeben der ICs hin- 
einfallen laBt, bevor die ICs zu dem Testtablett TST trans- 
portiert werden. Die Ausnehmungen sind jeweils durch in 
5 vertikaler Richtung verjungte bzw. schrag verlaufende Sei- 
tenwande begrenzt, die aufgrund ihres schragen Verlaufs die 
Tiefe festiegen, bis zu der die ICs in die Ausnehmungen hin- 
einf alien. Sob aid acht ICs jeweils relativ zueinander mittels 
der Posidonskorrektureinrichtung 305 positioniert worden 

10 sind, werden diese nun exakt posidonierten ICs erneut an 
die Bauelementgreifkopfe angezogen und zu dem Testta- 
blett TST transportiert. Das Universaltablett KST ist mit 
Ausnehmungen zum halten der ICs versehen, wobei die 
Ausnehmungen im Vergleich mit der GroBe der ICs uberma- 

15 Big grofi bemessen sind, so daB sich breite Schwankungen 
der Posidonen der in dem Universaltablett KST angeordne- 
ten ICs ergeben. Wenn die ICs somit ohne weitere MaBnah- 
men durch die Bauelementgreifkopfe ergriffen und direkt zu 
dem Testtablett TST transportiert wurden, konnte folglich 

20 der Fall auftreten, daB einige dieser ICs nicht erfolgreich in 
die IC-Aufhahmeausnehmungen in dem Testtablett TST 
eingebracht werden konnten. Aus diesem Grund ist die vor- 
stehend beschriebene Posidonskorrektureinrichtung 305 er- 
forderlich, die eine exakte, mit der Anordnung der in dem 

25 Testtablett TST vorhandenen IC-Aufhahmeausnehmungen 
genau ubereinsdmmende Posidonierung der Anordnung der 
ICs bewirkt. 

Der Endadeabschnitt 400 ist mit zwei Satzen von in den 
Richtungen X und Y transportierenden Transporteinrichtun- 

30 gen 404 ausgestattet, deren Aufbau idendsch ist wie der 
Aufbau der fiir den Beschickungsabschnitt 300 vorgesehe- 
nen, in den Richtungen X und Y wirksamen Transportein- 
richtung 304. Die Transporteinrichtungen 404 bewirken die 
Umsetzung der getesteten ICs von dem Testtablett TST, das 

35 zu dem Endadeabschnitt 400 transportiert worden ist, auf 
das Universaltablett KST. Jeder Satz, d. h. jede Transport- 
einrichtung 404, weist zwei sich gegenuberliegende paral- 
lele Schienen 401, die sich in der nach vorne und hinten wei- 
senden Richtung der Handhabungseinrichtung (Richtung Y) 

40 erstrecken, einen beweglichen Arm 402, der die beiden 
Schienen 401 uberspannt und an seinen beiden entgegenge- 
setzt angeordneten Enden mit den Schienen 401 beweglich 
angebracht ist, und einen beweglichen Kopf 403 auf, der an 
dem beweglichen Arm 402 derart montiert ist, daB er ent- 

45 lang des Arms 402 in der Armlangsrichtung, d. h. in der 
nach rechts und links weisenden Richtung der Handha- 
bungseinrichtung (Richtung X) beweglich ist. 

Fig. 6 zeigt den Aufbau eines Ausfuhrungsbeispiels des 
Testtabletts TST. Das dargestellte Testtablett TST urnfaBt ei- 

50 nen rechteckformigen Rahmen 12, der eine Mehrzahl von 
mit gleichen gegenseidgen Abstanden voneinander getrennt 
angeordneten, parallelen Leisten 13 aufweist, die zwischen 
den beiden sich gegenuberliegenden seitlichen Rahmenele- 
menten 12a und 12b des Rahmens angeordnet sind. An jeder 

55 Leiste 13 ist eine Mehrzahl von in gleichen gegenseidgen 
Abstanden angeordneten Montagelaschen 14 vorgesehen, 
die von der Leiste an deren beiden Seiten vorstehen. Auch 
an jedem seitlichen Rahmenelement 12a und 12b sind 
gleichardge Montagelaschen 14 angebracht, die von diesen 

60 in Richtung zu den benachbarten Leisten vorstehen. Die 
Montagelaschen 14, die von den beiden entgegengesetzt de- 
genden Seiten jeder Leiste 13 vorstehen, sind derart ange- 
ordnet, daB jede Montagelasche 14, die von einer Seite der 
Leiste 13 vorsteht, in der Mitte zwischen zwei benachbarten 

65 Montagelaschen 14, die von der entgegengesetzten Seite der 
Leiste vorstehen, positioniert ist. In gleichardger Weise ist 
jede Montagelasche 14, die von jedem der seitlichen Rah- 
menelernente 12a und 12b vorsteht. zwischen zwei benach- 
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barten Montageiaschen 14, die von der gegenuberliegenden 
Leiste vorstehen, positioniert. Zwischen jedem Paar von 
sich gegeniiberliegenden Leisten 13 und zwischen jedem 
der seitlichen Rahmenelemente 12a und 12b und den jeweils 
gegenuberliegenden Leisten sind Raurne ausgebildet, die 
zum Aufnehrnen einer 'Mehrzahl von nebeneinander ange- 
ordneten IC-Tragem 16 dienen. Genauer gesagt, ist jeder 
IC-Trager 16 in einem Tragerabteil 15 aufgenommen, das 
jeweils in jedem der vorstehend genannten Raume angeord- 
net ist, so daB eine regelmaBige Anordnung von rechteckfor- 
migen Tragerabteilen 15 vorliegt. Jedes Tragerabteil 15 
schiieBt zwei versetzte, sich schrag gegenuberliegende 
Montageiaschen 14 ein, die an den sich diagonal gegenuber- 
liegenden Ecken des Tragerabteils 15 angeordnet sind. Bei 
dem dargesteilten Beispiel weist jede Leiste 13 jeweils 16 
Montageiaschen 14 an ihren beiden Seiten auf, so daB in den 
vorstehend genannten Raumen jeweils 16 Tragerabteile 15 
gebildet sind, in denen 16 IC-Trager 16 angebracht sind. Da 
bei dem dargesteilten Ausfuhrungsbeispiel insgesamt vier 
solcher Raume vorgesehen sind, konnen insgesamt 16x4, 
d. h. insgesamt 64 IC-Trager in einem Testtablett TST ange- 
bracht werden. Jeder der IC-Trager 16 ist mit zwei Montage- 
iaschen 14 mit Hilfe von Befestigungsmitteln 17 so verbun- 
den, daB er "schwimmt*' bzw. beweglich ist. 

Die auBere Kontur jedes IC-Tragers 16 besitzt identische 
Form und GroBe. In der Mitte jedes IC-Tragers 16 ist eine 
IC-Tasche 19 ausgebildet, die zum Aufhehmen eines IC- 
Bauelements dient. Die Form der IC-Tasche 19 jedes IC- 
Tragers 16 ist in Abhangigkeit von dem jeweils darin aufzu- 
nehmenden IC-B auelement festgeiegt. Bei dem dargesteil- 
ten Beispiel weist die IC-Tasche 19 die Form einer im we- 
sentlichen quadratischen Ausnehmung auf. Die auBeren Ab- 
rnessungen des IC-Tragers 16 sind derart bemessen, daB der 
IC-Trager 16 lose- in den RaumpaBt, der zwischen den sich 
gegenuberliegenden Montageiaschen 14 in dem Tragerab- 
teil 19 ausgebildet ist Der IC-Trager 16 weist an seinen sich 
gegenuberliegenden Enden Plansche auf, die dazu ausgelegt 
sind, auf den entsprechenden Montageiaschen 14 aufzulie- 
gen. Diese Flansche sind mit durch sie hindurchgehenden 
Montagelbchera 21 fur die Aufhahrne von durch sie hin- 
durchgefuhrten Befestigungsmitteln 17 sowie mit durch sie 
hindurchgehenden Lochern 22 versehen, die zur Durchfuh- 
rung von Positionierungsstiften dienen. 

In einem Fall, bei dem der zu testende IC einem "fyp ent- 
spricht, bei dem AnschluBstifte (Leitungen bzw. AnschluB- 
rlachen) von den vier Seiten eines quadratischen oder eines 
rechteckformigen diinnen Gehauses vorhanden sind, wie 
dies z. B. bei einem QFP-Chip (QFP = Quad Rat Package = 
quadratisches fl aches Gehause) der Fall ist, kann der IC-Tra- 
ger 16 an der Bodenseite der IC-Tasche 19 endang der vier 
Seiten der Bodenflache mit Fenstern (Ofmungen) 23 verse- 
hen sein, wie dies in Fig. 7 dargestellt ist. Hierdurch werden 
die AnschluBstifte 18 des ICs durch die Fenster 23 hindurch 
ausgehend von der Bodenseite in Richtung zu der Ruckseite 
des IC-Tragers 16 freigelegt, wobei diese freigelegten An- 
schluBstifte bzw. Anschlusse 18 mit den Kontakten (Sockel- 
anschlussen) 24 der IC-Sockel, die an dem Testkopf 104 an- 
gebracht sind (genauer gesagt, an der Anpassungsplatine 
vorhanden sind, die an dem Testkopf 104 angeordnet ist) fur 
die Durchfuhrung des Testvorgangs in Kontakt gebracht 
werden konnen, wie dies aus Fig. 8 ersichtlich ist. Damit ein 
elektrischer Kontakt zwischen den AnschluBstiften 18 und 
den Kontakten 24 sichergestellt werden kann, ist an der 
Oberseite des Testkopfs 104 ein Driicker 20 angebracht, der 
dazu ausgelegt ist, einen in demjeweiligen IC-Trager 16 un- 
tergebrachten IC nach unten zu driicken, so daB die An- 
schluBstifte 18 gegen die Kontakte24 gedriickt werden. 
Wie vorstehend erlautert, hangt die Anzahl von ICs, die 
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jeweils gleichzeitig getestet werden konnen, von der Anzahl 
von IC-Sockeln ab, die an dem Testkopf 104 angebracht 
sind. Wenn beispielsweise 64 ICs in einer matrixformigen 
Anordnung mit vier Zeilen und 16 Spalten auf einem Testta- 
blett TST transportiert werden, wie dies aus Fig. 9 ersicht- 
lich ist, sind 4x4 IC-Sockel, d. h. insgesamt 16 IC-Sockel, 
an dem Testkopf 104 derart angeordnet und angebracht, daB 
aile ICs in jeder vierten Spalte und in alien Zeilen dieser 
Spalten angeordnet sind, jeweils gleichzeitig getestet wer- 
den konnen (diese ICs sind in Fig. 9 schrafflert dargestellt). 
Genauer gesagt, findet bei dem ersten Testlauf die Untersu- 
chung hinsichtlich derjenigen 16 ICs statt, die in der ersten, 
funrten, neunten und dreizehnten Spalte und in alien Zeilen 
dieser Spalten angeordnet sind. Der zweite Testlauf wird 
hinsichtlich weiterer 16 ICs ausgefuhrt, die in der zweiten, 
sechsten, zehnten und vierzehnten Spalte und in jeder Zeile 
dieser Spalten angeordnet sind, wobei hierzu das Testtablett 
TST um eine Strecke verschoben wird, die einer Spalte der 
ICs entspricht. Der dritte und der vierte Testlauf werden in 
gleicher Weise ausgefuhrt, so daB dann alle ICs getestet 
sind. Die Testergebnisse werden in einem Speicher gespei- 
chert, wobei die Adressen durch die Seriennummem (seri- 
elie Nummern in einer Charge), die den ICs zugeordnet 
sind, durch die Identifikauonsnummer, die dem Testtablett 
25 TST fest zugeordnet ist, und die Numrnem bestimmt sind, 
die den IC-Taschen 19 in dem Testtablett TST zugeordnet 
sind. Es ist ersichtlich, dafi dann, wenn 32 IC-Sockel an dem 
Testkopf 104 angebracht sind, lediglich zwei Testlaufe er- 
forderlich sind, um alle 64 ICs zu untersuchen, die in einer 
30 matrixformigen Anordnung mit 4 Reihen x 1 6 Spalten ange- 
ordnet sind. 

Der IC-Lagerabschnitt 200 weist ein Lagergestell oder ei- 
nen Lagerabschnitt 201 fur noch zu testende ICs, das bzw. 
der zum Unterbringen von rnit noch zu testenden ICs be- 
35 stuckten Universaltabletts KST ausgelegt ist, und ein Lager- 
gestell bzw. einen Lagerungsabschnitt 202 auf, das bzw. der 
zum Aufhehmen von Universaltabletts KST dient, die mit 
getesteten und auf der Grundlage der Testergebnisse in Ka- 
tegorien einsortierten ICs bestuckt sind. Das Lagergestell 
40 201 fiir die noch zu testenden ICs und das Lagergestell 202 
fur die bereits getesteten ICs sind derart aufgebaut, daB die 
Universaltabletts in der Form eines Stapels aufgenommen 
werden konnen. Die Universaltabletts KST rnit den auf ih- 
nen befindlichen, noch zu testenden ICs, die in dem Lager- 
45 gestell 201 in der Form eines Stapels untergebracht sind, 
werden aufeinanderfolgend, ausgehend von der Oberseite 
des Stapels zu demBeschickungsabschnitt 300 transportiert, 
in dem die noch zu testenden ICs von dem Universaltablett 
KST zu dem und auf das Testtablett TST transportiert wer- 
50 den, das sich in dem Beschickungsabschnitt 300 in der Be- 
reitschaftssteilung befindet. 

Das Lagergestell 201 fur die noch zu testenden ICs und 
das Lagergestell 202 fur die bereits getesteten ICs, von de- 
nen eines in Fig. 10 gezeigt ist, konnen identischen Aufbau 
besitzen und einen Tabletthalterahmen 203, der an der Ober- 
seite offen ist und an seinem Boden eine Offhung aufweist, 
und einen Hohenfbrderer (Lift) 204 umfassen, der unterhalb 
des Rahmens 203 derart angeordnet ist, daB er durch die bo- 
denseitige Offhung hindurchgehend in vertikaler Richtung 
beweglich ist. In dem Tabletthalterahmen 203 ist eine Viel- 
zahl von Universaltabletts KST gelagert und gehalten, die 
jeweils aufeinandergestapelt sind und durch den Hohenfor- 
derer 204, der durch die bodenseitige Offhung des Tablett- 
halterahmens 203 hindurch einwirkt, in vertikaler Richtung 
bewegt werden. 

Bei dem in den Fig. 4 und 5 dargesteilten Beispiel sind 
acht Gestelle STK-1, STK-2, . . ., STK-8 als Lagergestelle 
202 fiir die getesteten ICs vorgesehen, so daB diese Gestelle 
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getestete ICs lagern konnen, die in Abhangigkeit von den 
Testergebnissen in maximal acht Kategorien sortiert sind. 
Der Grund fur diese Anzahl besteht darin, daB bei manchen 
Anwendungen die getesteten ICs nicht nur in die Kategorien 
"auslegungskonformes BauteiT und "nicht auslegungskon- 
formes Bauteil" zu klassifizieren sind, sondem weiterhin 
hinsichtlich der "auslegungskonformen" Bauteile noch fei- 
ner in Bauteile rriit hohen, mittleren und niedrigen Arbeits- 
geschwindigkeiten zu unterteilen sind und hinsichtlich der 
"nicht auslegungskonformen" Bauteile in eine Bauteil- 
klasse, hinsichtlich derer ein erneuter Test erforderlich ist, 
und in weitere Klassen zu gruppieren sind 

Selbst wenn die Anzahl von klassifizierbaren Kategorien 
bis zu acht betragt, ist der Entladeabschnitt 400 bei dem dar- 
gestellten Beispiel lediglich imstande, vier Universaltabletts 
KST aufzunehmen. Falls hierbei getestete ICs vorhanden 
sein sollten, die in eine andere Kategorie als diejenigen Ka- 
tegorien einsortiert werden sollten, die den vier in dem Ent- 
ladeabschnitt 400 angeordneten Universaltabletts KST zu- 
geordnet sind, miissen die folgenden Ablaufe ergriffen wer- 
den: Eines der Universaltabletts KST muB von dem Entlade- 
abschnitt 400 zu dem Lagerabschnitt 200 fur die getesteten 
ICs zuruckgebracht werden und es muB als Ersatz hierfiir 
ein Universaltablett KST, das zur Aufnahme der zu der 
neuen zusatzlichen Kategorie gehorenden ICs vorgesehen 
ist, von dem Lagerabschnitt 200 fur die getesteten ICs zu 
dem Entladeabschnitt 400 gebracht werden, wobei diese ICs 
dann in dem Entladeabschnitt 400 in dem neuen Tablett un- 
tergebracht werden. 

Wie in Fig. 5 gezeigt ist, ist eine Tabletttransporteinrich- 
tung 205 oberhalb des fur die noch zu testenden ICs vorge- 
sehenen Lagerges tells 201 und der fur die getesteten ICs 
vorgesehenen Lagerges telle 202, jedoch unterhalb der Ba- 
sisplatte 105 angeordnet und derart ausgelegt, daB sie sich 
uber die gesamte Ausdehnung der Lagergestelle 201 und 
202 endang der Anordnungsrichtung der Gestelle (d. h. in 
der nach rechts und links weisenden Richtung des Testge- 
rats) bewegen kann. Die Tabletttransporteinrichtung 205 ist 
an ihrer bodenseitigen Oberflache mit einer Greifeinrich- 
tung (nicht gezeigt) zum Ergreifen eines Universaltabletts 
KST versehen. Die Tabletttransporteinrichtung 205 wird zu 
einer Position oberhalb des Tabletthalterahmens 203 des fur 
die noch zu testenden IC vorgesehenen Lagergestells 201 
bewegt, woraufhin der Hohenforderer 204 zum Anheben der 
Universaltabletts KST, die in dem Tabletthalterahmen 203 
gestapelt sind, betatigt wird, derart, daB das oberste Univer- 
saltablett KST mit der Greifeinrichtung der Tabletttransport- 
einrichtung 205 in Eingriff gebracht und von dieser ergriffen 
werden kann. 

Sob aid das oberste Universaltablett KST, das mit den im 
Test befmdlichen ICs bestiickt ist. zu der Tabletttransport- 
einrichtung 205 transportiert worden ist, wird der Hohenfor- 
derer 204 in seine ursprungliche Position abgesenkt. Zur 
gleichen Zeit wird die Tabletttransporteinrichtung 205 in 
horizontaler Richtung entlang einer Fuhrung (nicht gezeigt) 
bis zu einer vorbestimmten Position in dem Beschickungs- 
abschnitt300 bewegt und dort angehalten. Diese Bewegung 
der Tabletttransporteinrichtung 205 erfolgt mit Hilfe einer 
Antriebseinrichtung wie etwa mittels Ketten oder Drahten. 
An der vorbestimmten Position steuert die Tabletttransport- 
einrichtung 205 ihre Greifeinrichtung derart, daB das Uni- 
versaltablett KST freigegeben wird, so daB dieses auf einen 
unmittelbar darunter angeordneten Tabletiaufnehmer (nicht 
gezeigt) aufgebracht wird. Die Tabletttransporteinrichtung 
205 wird nach dem Abladen des Universaltabletts KST er- 
neut in der horizontalen Richtung entlang der Fuhrung 
durch die Antriebseinrichtung bewegt und an einer Position 
angehalten, die von dem Beschickungsabschnitt 300 ent- 



femt ist. 

In diesem Zustand wird der Hohenforderer 204 von dem 
Bereich unterhalb des Table ttaufhehmers nach oben bewegt, 
so daB das Universaltablett KST, das mit den zu testenden 
5 ICs bestiickt ist, angehoben wird und folglich das Universal- 
tablett KST schlieBlich derart gehalten wird, daB seine obere 
Flache einem Fenster 106 zugewandt ist, das in der Basis- 
platte 105 ausgebiidet ist. Hierbei ist die Oberseite des Uni- 
versaltabletts KST durch das Fenster freigelegt. Genauer ge- 
10 sagt, ist an der Unterseite der B asisplatte 105 um das Fenster 
106 herum eine nicht gezeigte Greifeinrichtung angebracht, 
die zum Ergreifen eines Universaltabletts KST dient. Hier- 
bei wird das Universaltablett KST in dem vorstehend ge- 
schilderten Zustand durch die Greifeinrichtung gehalten, die 
15 mit den Universaltabletts KST, die rnit den noch zu testen- 
den ICs bestiickt sind, in Eingriff gebracht bzw. gehalten 
wird. In diesem Zustand werden die zu testenden ICs von 
dem Universaltablett KST durch das Fenster 106 hindurch 
auf das Testtablett TST aufgebracht 
20 Die B asisplatte 105 ist weiterhin in dem Bereich, der 
oberhalb des Entladeabschnitts 400 liegt, mit gleichartigen 
Fenstern 106 versehen. Bei diesem Beispiel ist jedes der 
Fenster 106 groBenmaBig derart ausgelegt, daB die obersei- 
tigen Oberflachen von zwei Universaltabletts dem oder den 
25 Fenstem zugewandt sein konnen. Folglich ist die Ausgestal- 
tung derart festgelegt, daB die getesteten ICs durch die bei- 
den Fenster 106 des Endadeabschnitts 400 hindurch in vier 
leere Universaltabletts eingebracht werden konnen. Nicht 
gezeigte Greifeinrichtungen, die zum Ergreifen bzw. Halten 
30 der Universaltabletts KST ausgelegt sind, sind an der Unter- 
seite der B asisplatte 105 um die Fenster 106 des Entladeab- 
schnitts 400 herum angebracht, so daB die Universaltabletts 
KST durch diese Greifeinrichtung ergriffen werden konnen. 
Die getesteten ICs werden in diese leeren Universaltabletts 
35 KST in Abhangigkeit von den den jeweiligen Tabletts zuge- 
ordneten Kategorien einsortiert und in diesen gelagert. 

Auch wenn dies nicht gezeigt ist, ist auch der Entladeab- 
schnitt 400 in ahnlicher Weise wie der Beschickungsab- 
schnitt 300 mit Tablettaufnehmern und zugehorigen Hohen- 
40 forderern (Lifts) zum zeitweiligen Halten (bzw. Tragen) der 
Universaltabletts KST versehen. Sob aid ein Universaltablett 
KST vollstandig gefullt worden ist, wird der zugehorige Ho- 
henforderer nach oben zur Abstutzung bzw. Halterung die- 
ses Tabletts bewegt, woraufhin der Eingriff zwischen die- 
45 sem Tablett und der Greifeinrichtung freigegeben wird. 
Wenn der Hohenforderer dann nach unten bewegt wird, 
wird das Universaltablett KST von dem Hohenniveau unter- 
halb des Fensters 106 abgesenkt, so daB es zeitweilig auf 
dem Tablett auf nehmer angeordnet ist, und wird dann nach- 
50 folgend durch die Tabletttransporteinrichtung 205 in derje- 
nigen Tablettlagerposition gelagert. die diesem speziellen 
Tablett zugeordnet ist. 

In den Fig. 4 und 5 ist mit dem Bezugszeichen 206 ein fur 
leere Tabletts vorgesehenes Lagergestell bezeichnet, das 
55 zum Aufnehmen von leeren Universaltabletts KST ausge- 
legt ist. Aus diesem Lagergestell 206 werden die leeren Uni- 
versaltabletts durch die Tabletttransporteinrichtung 205 zu 
den jeweiligen Fenstern 106 transportiert und dort durch die 
zugehorigen Hohenforderer 204 gehalten, so daB sie fur die 
60 Aufnahme von getesteten ICs bereit sind. 

Nacbfolgend wird der allgemeine Aufbau einer in Verbin- 
dung mit dem herkoirunlichen, zum Testen von logischen 
ICs ausgelegten IC-Tester verwendeten Handhabungsein- 
richtung unter Bezugnahme auf Fig. 11 naher beschrieben. 
65 Fig. 11 zeigt eine schematische Draufsicht, in der die all- 
gemeine Ausgestaltung der herkommlichen, fur den Einsatz 
beim Transport und der Handhabung von logischen ICs aus- 
gelegten Handhabungseinrichtung dargestellt ist. Diese 
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Handhabungseinrichtung umfaBt eine Basis 111, ein Forder- 
tablett 116, das an der Basis 111 an deren oberem linken Sei- 
tenabschnitt (gemaB der Darstellung in der Zeichnung) an- 
geordnet ist und auf dem im Test befindliche ICs 115 ange- 
ordnet sind, ein Aufnehmertablett 117, das an der Basis 111 
unterhalb des Fordertabletts 116 angeordnet ist und zum 
Aufhehmen von getesteten ICs HO auf ihrn dient, und eine 
fur einen Transport in den Richtungen X und Y (horizontale 
Richtungen) ausgelegte Transporteinrichtung 130, die zum 
Transportieren der zu testenden ICs 115 von dem Forderta- 
blett 116 zu einern Testkopf 112 zum Testen von log is ch en 
ICs sowie zum Transportieren der getesteten ICs von diesem 
zum Testen von Logik-ICs ausgelegten Testkopf 112 zu dem 
Aufnehmertablett 117 ausgelegt ist. 

Der zum Testen von logischen ICs ausgelegte Testkopf 
112 ist an der Basis 111 an derem rechten Bereicb in der 
Mitte (gemaB der Darstellung in der Zeichnung) angebracht 
und ist mit dem Main Frame bzw. Hauptgestell oder Haupt- 
rechner 113 des zum Testen von logischen ICs ausgelegten 
Testgerats uber Kabel 114 elektrisch verbunden. Der Test- 
kopf 112 ist bei dem vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel mit 
einem Sockel ausgestattet. Ein zu testender IC 115 wird mit 
den Kontakten des Sockels elektrisch kontaktiert, uber die 
ein ein vorbestimmtes Muster aufweisendes Testsignal an 
den im Test befindlichen IC 115 angelegt wird, um hierdurch 
die logischen Abschnitte des im Test befindlichen ICs zu te- 
sten. 

Die Transporteinrichtung 130 weist zwei sich gegeniiber- 
liegende, parallele Schienen 131 auf, die an der Basis 111 
angebracht sind und entlang der oberen und unteren Seiten- 
rander der Basis 111 in der nach links und rechts weisenden 
Ricbtung, d. h. in der hier als die Richtung X bezeichneten 
Richtung, verlaufen. Weiterhin enthalt die Transporteinrich- 
tung 130 einen beweglichen Arm 132, der die beiden Schie- 
nen 131 iiberspannt und an, den entgegengesetzten Enden 
mit den beiden Schienen 131 beweglich verbunden ist. Fer- 
ner enthalt die Transporteinrichtung 130 einen beweglichen 
Kopf .133, der an dem beweglichen Arm 132 derart ange- 
bracht ist, daB er entlang dieses Arms 132 in der nach vorne 
und hinten weisenden Richtung (bzw. Querrichtung) der Ba- 
sis 111, die hier auch als die Richtung Y bezeichnet wird, be- 
wegbar ist. Aufgrund dieses Aufbaus ist der bewegliche 
Kopf 133 in der Richtung X bei einer Bewegung des beweg- 
lichen Arms 132 in der Richtung X hin- und herbewegbar 
und weiterhin auch in der Richtung Y entlang des bewegli- 
chen Arms 132 beweglich. 

Der bewegliche Kopf 133 ist mit einem IC-Greifkopf 134 
versehen, der an seiner bodenseitigen Flache bzw. Unter- 
seite angebracht und in vertikaler Richtung beweglich ist. 
Der IC-Greifkopf 134 ist bei diesem Ausfuhrungsbeispiel 
als ein mit Unterdruck arbeitender Aufhehrnerkopf (Saug- 
kopf) zum Anziehen und Ergreifen von ICs durch Unter- 
druckansaugung ausgebildet und derart ausgestaltet, daft er 
durch die von einer Antriebsquelle wie etwa einem Luftzy- 
linder bzw. pneumatischen Zylinder erzeugte Antriebslei- 
stung nach unten bewegbar ist und wieder in seine ursprung- 
liche Position durch ein nach oben vorspannendes Vor- 
spannelement bewegt wird, wenn die Antriebsquelle deakti- 
viert wird und hierdurch die Antriebsleistung beendet wird. 

Aufgrund einer Bewegung des beweglichen Kopfes 133 
in den Richtungen X und Y und der nach unten gerichteten 
Bewegung des IC-Greifkopfs 134 wird der Greifkopf 134 
mit dem zu testenden und auf dem Fordertablett 116 ange- 
ordneten IC 115 in Anlage gebracht, so daB er den IC 115 
durch Unterdruckansaugung anziehen und ergreifen und so- 
rnit von dem Fordertablett 116 zu dem Testkopf 112 trans- 
portieren kann. Nach dem AbschluB des durch den Testkopf 
112 durchgefuhrten Tests greift der IC-Greifkopf 134 den 
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getesteten IC und nimmt ihn von dem Testkopf 112 ab und 
transportiert ihn dann zu dem Aufnehmertablett 117. Das 
gezeigte Beispiel veranschaulicht einen Fall, bei dem der 
bewegliche Kopf 133 mit einem einzigen, mit Unterdruck 
arbeitenden Aufnehmerkopf 134 versehen ist, so daB jeweils 
nur ein IC zu einem Zeitpunkt durch die Ansaugung ergrif- 
fen und fur Transportzwecke gehalten werden kann. 

Das Aufnehmertablett 117 ist mit einer Speichereinrich- 
tung (Speicher) fur jedes an dem Tablett vorgesehene IC- 
Halteabteil versehen, so daB die Ergebnisse hinsichtlich der 
Beurteilung der Qualitat (akzeptabel oder nicht akzeptabel) 
der getesteten und in den entsprech enden Abteilen aufge- 
nommenen ICs jeweils in den entsprechenden Speicherein- 
richtungen gespeichert werden konnen. 

Im Fall des Testens von zusammengesetzten bzw. ge- 
mischten ICs, die Speicherabschnitte und logische Ab- 
schnitte enthalten, werden dann, wenn angenommen wird, 
daB die Testfolge derart ist, daB die logischen Abschnitte im 
AnschluB an das Testen der Speicherabschnitte getestet wer- 
den, lediglich diejenigen ICs dem Test der logischen Ab- 
schnitte unterzogen, die bei dem Testen der Speicherab- 
schnitte als auslegungskonforme Bauelemente eingestuft 
worden sind. DemgemaB sind die ICs, die auf dem Forderta- 
blett 116 der fur den Einsatz bei dem Transport und der 
Handhabung von logischen ICs ausgelegten Handhabungs- 
einrichtung angeordnet sind, solche ICs, die gleiche Qualitat 
besitzen und die als Ergebnis des Testens ihrer Speicherab- 
schnitte als auslegungskonforme bzw. akzeptable Bauele- 
mente eingestuft worden sind und die beispielsweise dahin- 
gehend klassifiziert worden sind, ob sie zu Bauelementen 
mit hoher, mitderer oder geringer Arbeitsgeschwindigkeit 
gehoren. Anders ausgedriickt, zeichnen sich die in dem For- 
dertablett 116 gespeicherten ICs durch gleichfbrmige Quali- 
tat aus. 

Wenn die ICs von dem zum Testen von Speicher-ICs aus- 
gelegten Testgerat zu dem fur den Test von logischen ICs 
ausgelegten Testgerat transportiert werden, gibt der Benut- 
zer die Testergebnisse, die durch das fur den Test der Spei- 
cher-ICs ausgelegte Testgerat erhalten worden sind, zu dem 
fur den Test fur logische ICs ausgelegten Testgerat dadurch 
weiter, daB ein Speichermedium wie etwa eine Diskette be- 
nutzt wird, durch das das fur den Test der logischen ICs aus- 
gelegte Testgerat im Hinblick auf die Qualitat der auf dem 
Fordertablett 116 vorhandenen ICs, d. h. hinsichtlich der 
Testergebnisse der Speicherabschnitte, informiert wird. Es 
ist somit ersichtiich, daB die bei dem Test der logischen Ab- 
schnitte erzielten Ergebnisse, die ab diesem Zeitpunkt erhal- 
ten werden, ebenso wie die ubertragenen bzw. gespeicherten 
Testergebnisse hinsichtlich der Speicherabschnitte als ab- 
schlieBende Beurteilungsergebnisse fur die Qualitat der zu- 
sammengesetzten ICs gespeichert werden. 

Da das fur die Speicher-ICs vorgesehene IC-Testgerat 
und auch das fur die logischen ICs vorgesehene IC-Testgerat 
mit Handhabungseinrichtungen arbeiten, die vollig unter- 
schiedlichen Aufbau oder vollig unterschiediiche Struktur 
aufweisen, wie dies vorstehend erlautert ist, ist es im Fall 
des Testens von zusammengesetzten ICs, die Speicherab- 
schnitte und logische Abschnitte enthalten, notwendig, daB 
der Benutzer die Handhabungseinrichtung, die fur den Ein- 
satz bei Speicher-ICs ausgelegt und vorstehend unter Be- 
zugnahme auf die Fig. 4 bis 16 beschrieben ist, und die 
Handhabungseinrichtung, die fur den Einsatz bei logischen 
ICs ausgelegt und vorstehend unter Bezugnahme auf Fig. 1 1 
naher beschrieben ist, separat betatigt und die zusammenge- 
setzten ICs, die bereits entweder hinsichtlich ihrer Speicher- 
abschnitte oder hinsichtlich ihrer logischen Abschnitte gete- 
stet worden sind, von der einen Handhabungseinrichtung, 
beziiglich derer der Testvorgang abgeschlossen ist, dann zu 
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der anderen Handhabungseinrichtung transportiert, die nun 
ihren Betrieb im Hinbiick auf den Testvorgang und das Auf- 
bringen der ICs auf ein geeignetes, mil der letzteren Hand- 
habungseinrichtung verknupftes Tablett beginnt. 

Bei diesen Arbeitsvorgangen ist nicht nur menschlicher 
Arbeitsaufwand in groBem Umfang erforderlich, sondem es 
wird hierdurch auch die Autornatisierung des IC-Testers 
nachteiligerweise verhindert. Dariiber hinaus ergibt sich 
auch unbeschadet der Tatsache, daB die Testergebnisse in 
Ubereinstimmung mit der Reihenfolge des Transport derTa- 
bletts, die aus einem der IC- Tester heraustransportiert wer- 
den, gespeichert werden, das Problem, daB eine zufailige 
Anderung der Reihenfolge des Transports der Tabletts, die 
durch die Zwischenschaltung der menschlichen Arbeitsvor- 
gange hervorgerufen werden kann, zu einer fehlerhaften 
Ubereinstimmung zwischen den Testergebnissen, die zu 
dem nachfolgenden IC -Tester weitergegeben werden, und 
der Reihenfolge des Transports der Tabletts fuhren kann. 
Dies wiederum fuhrt zu dem Nachteil, daB der Sortiervor- 
gang der getesteten ICs fehlerhaft wird. 

Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein zum 
Testen von integrierten Halbleiterschaltungen ausgelegtes 
Testgerat zu schaffen, das imstande ist, die Speicherab- 
schnitte und die logischen Abschnitte von zusammengesetz- 
ten ICs aufeinanderfolgend und automatisch testen zu kon- 
nen. 

Diese Aufgabe wird mit den im Patentanspruch 1 oder 6 
genannten Merkmalen gelost. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den 
Unteransprucben angegeben. 

GemaB der vorliegenden Erfindung wird ein zum Testen 
von integrierten Halbleiterschaltungen ausgelegtes Testge- 
rat geschaffen, bei dem ein Testtablett entlang eines vorbe- 
stimmten Bewegungspfads in umlaufender Weise derart be- 
wegt wird, daB zu testende ICs, die auf dem Testtablett an- 
geordnet sind, durch einen Testkopf getestet werden, der in 
dem Bewegungspfad des Testtabletts angeordnet ist. Das 
Testgerat zeichnet sich hierbei durch einen zur Ausfuhrung 
eines Speichertests ausgelegten Testkopf und einen zur Aus- 
fiihrung eines logischen Testvorgangs ausgelegten Testkopf 
aus, die an oder in dem Bewegungspfad des Testtabletts an- 
geordnet sind, wobei die zu testenden und auf einem Testta- 
blett angeordneten ICs, die jeweils einen Speicherabschnitt 
und einen logischen Abschnitt umfassen, durch die jeweili- 
gen Testkopfe getestet werden, wahrend die ICs auf demsel- 
ben, einen Testtablett angeordnet bleiben. 

Bei einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel werden zu- 
nachst die Speicherabschnitte der zu testenden und auf dem 
einen Testtablett angeordneten ICs durch den fur den Spei- 
chertest vorgesehenen Testkopf getestet, wonach die logi- 
schen Abschnitte dieser ICs durch den fur den logischen 
Test vorgesehenen Testkopf getestet werden. Dariiber hin- 
aus kann eine in den Richtungen X und Y, d. h. in zwei Ach- 
senrichtungen antreibende Bewegungseinrichtung zum Be- 
wegen und zum Indexieren bzw. schrittweisen Fortschalten 
eines Testtabletts um vorbestimmte Inkremente bzw. 
Schritte in den Richtungen X und Y, und eine fur die Achse 
Z vorgesehene Antriebseinrichtung, die zum Bewegen eines 
Testtabletts in vertikaler Richtung ausgelegt ist, vorgesehen 
sein. Die zu testenden und auf einem Testtablett angeordne- 
ten ICs werden aufeinanderfolgend mit einem Testsockel 
des fur den logischen Test vorgesehenen Testkopfs durch die 
fur die Richtungen X und Y (horizontale Richtungen) vorge- 
sehene Bewegungseinrichtung und durch die fur die Achse 
vorgesehene Antriebseinrichtung in Kontakt gebracht, wah- 
rend die ICs auf dem gleichen, einen Testtablett angeordnet 
bleiben. 

Weiterhin werden vorzugsweise lediglich diejenigen zu 



testenden ICs, die bereits einem Testvorgang durch den fur 
den Speichertest vorgesehenen Testkopf unterzogen worden 
sind und als Ergebnis dieses Tests als hinsichdich ihrer Spei- 
cherabschnitte fehlerfrei eingestuft worden sind, weiterhin 
5 einem Test ihrer logischen Abschnitte durch den fur den lo- 
gischen Test vorgesehenen Testkopf unterzogen. Hierdurch 
kann die Testzeitdauer erheblich verringert werden. 

Bei der vorstehend erlauterten Ausgestaltung ist es mog- 
lich, die Speicherabschnitte der ICs und die logischen Ab- 
10 schnitte aufeinanderfolgend automatisch zu testen, wahrend 
die ICs auf dem gleichen Testtablett TST aufgebracht blei- 
ben. Hierdurch wird die Notwendigkeit hinsichdich der von 
einem Menschen durchgefuhrten Arbeitsschritte des Trans- 
ports der ICs von einer Handhabungseinrichtung zu der 
15 nachsten Handhabungseinrichtung und fur die Umsetzung 
der ICs auf das entsprechende Tablett beseiugt, die bislang 
zwischen dem Testen der Speicherabschnitte und dem Te- 
sten der logischen Abschnitte vorgesehen waren, Folglich 
laBt sich der Testvorgang innerhalb eines verkurzten Zeitin- 
20 tervalls ausfuhren. Dariiber hinaus stellt die vorliegende Er- 
findung den Vorteil bereit, daB sowohl der Test der Speicher- 
abschnitte als auch der Test der logischen Abschnitte ohne 
die Notwendigkeit von durch einen Menschen ausgefuhrten 
Arbeitsschritten bewerkstelligt werden kann, wodurch ein 
25 sehr zuverlassiges zusammengesetztes bzw. kombiniertes 
Testsystem geschaffen ist. 

Die vorliegende Erfindung wird nachstehend anhand von 
Ausfuhrungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeich- 
nungen naher beschrieben. 
30 Fig. 1 zeigt eine schemadsche Draufsicht, in der der all- 
gemeine Aufbau einer Handhabungseinrichtung dargestellt 
ist, die bei einem Ausfuhrungsbeispiel des in Ubereinstim- 
mung mit der vorliegenden Erfindung stehenden IC-Testge- 
rats verwendet wird, wobei der Kamrnerabschnitt in per- 
35 spektivischer Ansicht gezeigt ist, 

Fig. 2 zeigt eine Seitenansicht, in der der Aufbau einer in 
den Richtungen X und Y bzw. in der horizontalen Ebene be- 
weglichen Bewegungseinrichtung gezeigt ist, die in Verbin- 
dung mit der in Fig. 1 gezeigten Handhabungseinrichtung 
40 des IC-Testgerats benutzt wird, 

Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf die in Fig. 2 gezeigte 
Konstruktion, 

Fig. 4 zeigt eine schemadsche Draufsicht, in der ein Bei- 
spiei einer zur Verwendung bei einem herkommlichen, fiir 
45 einen Speichertest ausgelegten IC-Testgerat vorgesehenen 
Handhabungseinrichtung veranschaulicht ist, wobei der 
Kamrnerabschnitt in per spektivischer Ansicht gezeigt ist, 

Fig. 5 zeigt eine schemadsche perspektivische Ansicht 
der in Fig. 4 dargestellten Handhabungseinrichtung, 
50 Fig. 6 zeigt eine auseinandergezogene, perspekdvische 
Ansicht, in der ein Beispiel eines Testtabletts dargestellt ist, 
das fiir den Einsatz bei der in den Fig. 4 und 5 gezeigten 
Handhabungseinrichtung ausgelegt ist, 

Fig. 7 zeigt eine Draufsicht, in der der Aufbau eines IC- 
55 Tragers dargestellt ist, der bei dem in Fig. 6 gezeigten Test- 
tablett eingesetzt werden kann, 

Fig. 8 zeigt eine Querschnittsansicht, die entlang der in 
Fig. 7 eingetragenen Linie 8-8geschnitten und in der durch 
die Pfeile angezeigten Richtung gesehen ist, 
60 Fig. 9 zeigt eine Draufsicht, die die Abfolge veranschau- 
licht, mit der die im Test befindlichen und in dem in Fig. 6 
dargestellten Testtablett gelagerten ICs dem Testvorgang 
unterzogen werden, 

Fig. 10 zeigt eine perspekdvische Ansicht, in der der Auf- 
65 bau eines fur noch zu testende ICs vorgesehenen Lagerge- 
stells oder eines fur bereits getestete ICs vorgesehenen La- 
gerges tells dargestellt ist, die fur den Einsatz bei der in den 
Fig. 4 und 5 gezeigten Handhabungseinrichtung ausgelegt 
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sind, und 

Fig. 1 1 zeigt eine Draufsicht, in der der allgemeine Auf- 
bau einer Ausfuhrungsform einer Handhabungseinrichtung 
dargestellt ist, die fur den Einsatz bei einem herkommlichen, 
fur den Test von Logik-ICs ausgelegten Testgerat konzipiert 
ist. 

Unter Bezugnahme auf die Fig. 1 bis 3 wird nachfolgend 
ein Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung in gro- 
Geren Einzelheiten beschrieben. 

Fig. 1 zeigt eine schematische Draufsicht, in der der all- 
gemeine Aufbau einer Handhabungseinrichtung dargestellt 
ist, die bei einem Ausfuhrungsbeispiel des in Ubereinstim- 
mung mit der vorliegenden Erfindung stehenden IC-Testge- 
rats zum Einsatz kommt. Diese Handhabungseinrichtung 
weist ahnlich wie die herkornmliche, in den Fig. 4 und 5 ge- 
zeigte Handhabungseinrichtung einen Karnmerabschnitt 
100 zum Testen von ICs, die auf einem Testtablett TST auf- 
gebracht und durch dieses in den Karnmerabschnitt einge- 
bracht werden, einen IC-L#agerabschnitt 200 zum Lagem 
von zu testenden ICs (im Test befindlichen ICs) und von be- 
reits getesteten und sortierten ICs, einen Beschickungsab- 
schnitt 300, in dern zu testen de ICs, die bereits vorab von ei- 
nem Benutzer auf Universal tab letts (Kundentabletts) KST 
aufgebracht worden sind, zu Testtabletts TST, die hohen 
und/oder niedrigen Ternperaturen widerstehen konnen, 
transportiert und auf diese Testtabletts umgesetzt werden, 
und einen Entladeabschnitt 400 auf, in dem die getesteten 
ICs, die auf den Testtabletts TST aus dem Karnmerabschnitt 
100 im Anschlufi an den dort an ihnen ausgefuhrten Test 
heraustransportiert worden sind, von den Testtabletts TST 
zu den Universaltabletts KST transportiert und auf die Uni- 
versaltabletts KST aufgebracht werderi. 

Der Karnmerabschnitt 100 umfafit eine Konstantternpera- 
turkammer 101, die zum Ausiiben von thermischen Bela- 
stungen bzw. Beanspruchungen auf die im Test befindlichen 
und auf einem Testtablett TST aufgebrachten ICs dient, wo- 
bei entweder eine hohe oder eine niedrige Temperatur auf 
diese ICs einwirkt, eine Testkammer 102 fur die Ausfuhrung 
von elektrischen Tests bezuglich der ICs, die der in der Kon- 
stanttemperaturkammer 101 ausgeiibten mermischen Bela- 
■ stung ausgesetzt sind, und eine zur Beseitigung der Hitze 
oder Kalte dienende Kammer 103, die dazu ausgelegt ist, die 
in der Konstanttemperaturkammer 101 ausgeiibte thermi- 
sche Belastung der ICs zu beseitigen, die den Ibstvorgangen 
in der Testkammer 102 unterzogen worden sind. Das Testta- 
blett TST wird in umlaufender Weise von dem Beschik- 
kungsabschnitt 300 aufeinanderfolgend durch die Konstant- 
temperaturkammer 101 des Kammerabschnitts 100, die 
Testkammer 102 des Kammerabschnitts 100 und die Kam- 
mer 103 des Kammerabschnitts 100, und durch den Entlade- 
abschnitt 400 zuruck zum Beschickungsabschnitt 300 be- 
wegt. In Fig. 1 sind diejenigen Teile und Elemente, die den 
in den Fig. 4 und 5 gezeigten Teilen und Eiementen entspre- 
chen, mit den gleichen Bezugszeichen bezeichnet und wer- 
den nicht nochmals erlautert, soweit dies nicht erforderlich 
ist. 

In einem IC-Testgerat, das derart aufgebaut ist, daB ein 
Testtablett TST in umlaufender Weise entlang eines vorbe- 
stimmten Bewegungspfads gemaJ3 den vorstehenden Aus- 
fiihrungen bewegt wird, um hierdurch einen im Test befind- 
iichen und auf dem Testtablett TST angeordneten IC in elek- 
trischen Kontakt mit einem Sockel zu bringen, der an einem 
Testkopf des IC-Testgerats zur Durchfuhrung des Testvor- 
gangs bezuglich des im Test befindlichen ICs angeordnet ist, 
wahrend der IC auf dem Testtablett aufgebracht bleibt, sind 
in Ubereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung ein 
Testkopf 104A, der zum Testen von Speicherabschnitten 
dient, und ein Testkopf 104B, der zum Testen von logischen 
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Abschnitten dient, in dem Bewegungspfad oder der Bewe- 
gungsbahn des Testtabletts TST angeordnet. Die Ausgestal- 
tung ist hierbei derart getroffen, dafi sowohi die Speicherab- 
schnitte als auch die logischen Abschnitte des im Test be- 
findlichen ICs (zusammengesetzter IC bzw. kombinierter 
IC) dem Testvorgang unterzogen werden, wahrend der IC 
auf demselben Testtablett TST angeordnet bleibt. 

Bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausfuhrungsbeispiel sind der 
fur den Speichertest vorgesehene Testkopf 104 A und der fur 
den logischen Test vorgesehene Testkopf 104B in dem Inne- 
ren der Testkammer 102 zur Ausfuhrung der Tests der im 
Test befindlichen ICs angeordnet, wobei die Temperatur der 
ICs, die in der Konstanttemperaturkammer 101 einer vorbe- 
stimmten thermischen Belastung ausgesetzt wurden/wer- 
den, bei einem vorbestimmten Niveau gehalten wird. Ge- 
nauer gesagt, sind der fur den Speichertest vorgesehene 
Testkopf 104 A und der fur den logischen Test vorgesehene 
Testkopf 104B in der Testkammer 102 in Richtung auf bzw. 
im Bereich von deren EinlaB bzw. AuslaB angeordnet. Es ist 
somit ersichdich, daB diese Testkopf e derart angeordnet 
sind, daB das Testtablett auf seiner Bewegungsbahn zu- 
nachst bei dem fiir den Speichertest vorgesehenen Testkopf 
104A ankommt und dann zu dem fur den logischen Test vor- 
gesehenen Testkopf 104B weitergeleitet wird. 

Wenn bei spiels weise im Test befindliche ICs auf einem 
Testtablett TST in einer matrixformigen Anordnung mit vier 
Reihen und 16 Spalten vorhanden sind, sind 4 x 4, d. h. ins- 
gesarnt 16 IC-Sockel an dem ftir den Speichertest vorgese- 
henen Testkopf 104A derart angebracht, daB jeweils gleich- 
zeitig alle ICs in jeder vierten Spalte und in jeder Reihe die- 
ser Spalten (in Fig. 9 schraffiert dargestellt) getestet werden 
konnen. Wie bereits vorstehend unter Bezugnahme auf Fig. 
9 naher erlautert ist, wird hierbei bei dem ersten Tesdauf die 
Untersuchung hinsichtlich derjenigen 16 ICs durchgefuhrt, 
die in der ersten, fiinften, neunten und dreizehnten Spalte 
und in jeder Reihe dieser Spalten angeordnet sind. Der 
zweite Testlauf (Testvorgang) wird dann hinsichtlich weite- 
rer 16 ICs ausgefuhrt, die in der zweiten, sechsten, zehnten 
und vierzehnten Spalte und in jeder Reihe dieser Spalten an- 
40. geordnet sind, wobei hierzu das Testtablett TST um eine 
Strecke verschoben wird, die einer Spalte der ICs entspricht. 
Der dritte und der vierte Testlauf werden in gleichartiger 
Weise durchgefuhrt, wonach dann alle ICs getestet sind. 

Die Testergebnisse werden in den Adressen einer Spei- 
chereinrichtung (Speicher) gespeichert, die durch die Identi- 
fikationsnummer, die dem jeweiligen Testtablett TST fest 
zugeordnet sind, und die Nummem bestimmt sind, die den 
IC-Anordnungspositionen in dem Testtablett TST zugeord- 
net sind. Es ist ersichtlich, daB in einem Fall, bei dem 32 IC- 
Sockel an dem fur den Speichertest vorgesehenen Testkopf 
104A angebracht sind, lediglich zwei Testlaufe erforderlich 
sind, um alle 64 ICs zu untersuchen, die in einer matrixfor- 
migen Anordnung aus Yier Reihen und 16 Spalten angeord- 
net sind. 

In der Speichereinrichtung werden Daten, die die Qualitat 
(fehierfrei/fehlerhaft) der Speicherabschnitte der getesteten 
ICs bezeichnen, die Quali tats daten und weitere Daten ge- 
speichert, die hinsichtlich der "akzeptablen" Bauelemente 
angeben, ob die Bauelemente hohe, rnittlere oder niedrige 
Arbeitsgeschwindigkeit besitzen, und die hinsichtlich der 
"nicht auslegungskonformen" Bauelemente angeben, ob ein 
erneuter Test fiir die jeweiligen Bauelemente erforderlich 
ist. 

Das Testtablett TST, das dem Testvorgang durch den fur 
den Speichertest vorgesehenen Testkopf 104 A unterzogen 
worden ist, wird dann zu der Posiuon des fur den logischen 
Test vorgesehenen Testkopfs 104B weitergeleitet. Oberhalb 
der Position des fiir den logischen Test vorgesehenen Test- 
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kopfs 104B ist eine fur die Richtungen X und Y bzw. die Be- 
wegung in der horizontalen Ebene vorgesehene Bewegungs- 
einrichtung 140 angeordnet die zum Aufhehmen des an- 
kommenden Testtabletts TST und zum schrittweisen Wei- 
terbewegen dieses Testtabletts rnit vorbestimmten Schritt- 
weiten (Teilungsabstanden oder Schritten) in den Richtun- 
gen X und Y, d. h. den in zwei Achsen verlaufenden Rich- 
tungen in der horizontalen Ebene, ausgelegt ist. 

In den Fig« 2 und 3 sind eine Seitenansicht bzw. eine 
Draufsicht gezeigt, die den Aufbau der Bewegungseinrich- 
tung 140 veranschaulichen, die in Verbindung mit der in 
Fig. 1 dargestellten Handhabungseinrichtung eingesetzt 
wird. Die Bewegungseinrichtung 140 kann eine in Richtung 
der Achse X verlaufende Schraubspindel bzw. Gewinde- 
stange oder Gewindeschaft 141 und einen in Richtung der 
Achse X verlaufenden Fuhrungsschaft 142 aufweisen, wo- 
bei der Gewindeschaft 141 und der Fuhrungsschaft 142 sich 
gegenuberliegen und parallel zu der Richtung der Bewe- 
gung des Testtabletts TST (diese Richtung wird als die Rich- 
tung X bezeichnet) entlang der sich gegenuberliegenden 
Seiten des fur den logischen Test vorgesehenen Testkopfs 
104B verlaufen; zwei voneinander beabstandet angeordnete 
Kugelumlaufspindeln 143 fur die Achse X, die auf den Ge- 
windeschaft (bzw. die Schraubspindel) 141 aufgeschraubt 
sind; zwei Gleitelemente 144 fur die Achse X, die rnit dem 
Fuhrungsschaft 142 in gleitverschieblichem Eingriff stehen; 
zwei fur die Achse Y vorgesehene Schienen 145, die sich 
zwischen dem Gewindeschaft 141 und dem Fuhrungsschaft 

142 erstrecken und in der Richtung Y verlaufen, die recht- 
winklig zu der Richtung X orientiert ist, wobei jede Schiene 
jeweils mit einem Ende an einer der Kugelumlaufspindeln 

143 befestigt ist und mit ihrem anderen Ende an dem ent- 
sprechenden Gleitelement 144 fest angebracht ist; einen Ge- 
windeschaft (Gewindestange) 146 fur die Achse Y, der sich 
endang einer der Schienen 145 erstreckt; einen Fuhrungs- 
schaft (Fuhrungsstange) 147 fur die Achse Y, der sich ent- 
lang der anderen Schiene 145 erstreckt zwei voneinander 
beabstandet angebrachte Kugelumlaufspindeln 148 fur die 
Achse Y, die auf den Gewindeschaft 146 aufgeschraubt 
sind; zwei Gleitelemente 149 fur die Achse Y, die rnit dem 
Fuhrungsschaft 147 in. gleitverschieblichem Eingriff stehen 
und auf diesem aufgebracht sind; Antriebseinheiten 150 fur 
die Achse Z, von denen jeweils eine auf jeder der Kugelum- 
laufspindeln 148 und der Gleitelemente 149 angebracht ist; 
und einen Halterahmen 151 umfassen, der von den vier An- 
triebseinheiten 150 herabhangt und durch diese derart gehal- 
ten wird, daB er durch die Antriebseinheiten 150 in Richtung 
der Achse Z (in vertikaler Richtung) bewegt werden kann. 

Wie am besten aus Fig. 3 ersichtlich ist, wird der recht- 
eckformige Halterahmen 151 durch die Antriebseinheiten 
150 jeweils an zwei Punkten, die in einem vorbestimmten 
Abstand entlang jeder der beiden in Richtung X verlaufen- 
den Seiten des Halterahmens angeordnet sind, gehalten. Bei 
diesem Ausfuhrungsbeispiel enthalten die Antriebseinheiten 
150 jeweils einen Luftzylinder bzw. pneumatisch betatigten 55 
Zylinder, der an der entsprechenden Kugelumlaufspindel 
148 fiir die Achse Y oder an dem Gleitelement 149 fur die 
Achse Y in einer nach unten gewandten Orientierungslage 
angebracht ist. Die auBeren Enden der Kolbenstangen dieser 
pneumatisch betatigten Zylinder sind an den jeweiligen, in 50 
Richtung X verlaufenden Seiten des Halterahmens 151 der- 
art angebracht, daB der Halterahmen 151 in Richtung der 
Achse Z durch eine gleichzeitige Betatigung der vier An- 
triebseinheiten 150 bewegt wird. 

Ein fur den Antrieb in Richtung der Achse X vorgesehe- 
ner Antriebsschrittmotor 154 treibt den Gewindeschaft 141 
drehend an, des sen Drehung wiederurn zu einer gemeinsa- 
men Bewegung der beiden Kugelumlaufspindeln 143 in der 
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Richtung X nach vorne und/oder nach hinten fuhrt. Die Be- 
wegung der beiden Kugelumlaufspindeln 143 in der Rich- 
tung X fuhrt zu einer gleichzeitigen Hin- und/oder Herbe- 
wegung der beiden Schienen 145 in der Richtung X. In 
gleichartiger Weise treibt ein fur die Achse Y vorgesehener 
Antriebsschrittmotor 155 den Gewindeschaft 146 drehend 
an. Die Drehung des Gewindeschafts fuhrt wiederurn zu ei- 
ner hin- und/oder hergehenden, gemeinsamen Bewegung 
der beiden Kugelumlaufspindeln 148 in der Richtung Y. Die 
hin- und/oder hergehende Bewegung der beiden Kugelum- 
laufspindeln 148 in der Richtung Y fuhrt direkt zu einer 
gleichzeitigen hin- und/oder hergehenden Bewegung der 
beiden Antriebseinheiten 150, die an den Kugelumlaufspin- 
deln 1 48 angebracht sind, und ruft weiterhin uber den Hal- 
terahmen 151 eine gleichzeitige hin- und/oder hergehende 
Bewegung der beiden anderen Antriebseinheiten 150, die an 
den Gleitelementen 149 angebracht sind, in der Richtung Y 
hervor. 

Es ist somit ersichtlich, daB die Aktivierung des Antrieb s- 
schrittmotors 154 und des Antriebsschrittmotors 155 zu ei- 
ner Bewegung des Halterahmens 151 in den Richtungen X 
und Y fuhrt und daB die gleichzeitige Aktivierung der vier 
Antriebseinheiten 150 zu einer Bewegung des Halterahmens 
151 in der Richtung Z fuhrt. 

Da der Halterahmen 151 derart ausgelegt ist, dafi er das 
ankommende Testtablett TST aufnimmt und dieses auf sich 
tragt, mufl der Abstand zwischen den beiden Kugelumlauf- 
spindeln 148 (genauer gesagt, der Abstand zwischen den 
beiden Antriebseinheiten 150, die an diesen Kugelumlauf- 
spindeln 148 angebracht sind) groBer sein als die Breite, 
d. h. die in der Richtung Y gemessene Abmessung des Test- 
tabletts TST. In gleichartiger Weise muB der Abstand zwi- 
schen dem Gewindeschaft 141 und dem Fuhrungsschaft 142 
grofier sein als die Breite des Testtabletts TST. 

Das Testtablett TST, das mit zusammengesetzten bzw. 
kombinierten ICs bestuckt ist, wird nach dem AbschluB des 
Tests der Speicherabschnitte in der Richtung X durch eine 
aus Rollen oder Walzen 152 bestehende Transporteinrich- 
tung bis zu einer Position transportiert, die oberhalb des 
Halterahmens 151 liegt. Der Halterahmen 151 ist zu diesem 
Zeitpunkt an der unteren Grenzposition (d. h. dem unteren 
Totpunkt) des Hubs der Antriebseinheiten 150 gehalten, wie 
dies in Fig. 2 dargestellt ist Nachdem das Testtablett TST 
auf dem Halterahmen 151 angeordnet ist, werden die An- 
triebseinheiten 150 aktiviert, um hierdurch den Halterahmen 
151 zusammen mit dem darauf angeordneten Testtablett 
TST nach oben anzuheben, und zwar ublicherweise bis zu 
der oberen Grenzposition bzw. Endposition des Hubs der 
Antriebseinheiten 150. Altemativ kann die Ausgestaltung 
auch derart ausgelegt sein, dafi die Kolbenstangen der An- 
triebseinheiten 150 dann, wenn die Antriebs quelle fur die 
Antriebseinheiten 150 abgeschaltet wird, nach oben bis zu 
der oberen Endposition des Hubs durch eine Vorspannein- 
richtung bewegt werden, durch die die Kolbenstangen in die 
obere Grenzposition vorgespannt werden. AnschlieBend 
werden der Halterahmen 151 und das Testtablett TST durch 
die Bewegungseinrichtung 140 zu einer vorbestimmten Po- 
sition transportiert, die oberhalb des fur den logischen Test 
vorgesehenen Testkopfs 104B liegt 

Der fur den logischen Test vorgesehene Testkopf 104B 
weist bei dem vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel zwei Test- 
sockel 153 auf, die an ihm angebracht sind. Auf dem Testta- 
blett TST angeordnete ICs werden jeweils in zwei Gruppen 
in bzw. auf die beiden Testsockel 153 gebracht, um hier- 
durch den Test der logischen Abschnitte auszufuhren. Hier- 
bei ist anzumerken, daB der Test der logischen Abschnitte 
lediglich bei denjenigen ICs ausgefuhrt wird, die bei dem 
Testvorgang der Speicherabschnitte als fehlerfrei erkannt 
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worden sind. Deragegenuber wird der Test der logischea 
Abschnitte bei fehlerhaften ICs nicht durchgefuhrt, so da£ 
die Testzeitdauer verringen ist Hierdurch wird der Testwir- 
kungsgrad bzw. die TestefTizienz verbessert. 

Fiir den Fachmann sind die Arbeits- und Steuervorgange 5 
zur Bewegung des Halterahmens 151 und des darauf ange- 
ordneten Testtabletts TST in den Richtungen X und Y auf- 
grund einer Aktivierung des Antriebsschrittmotors 154, und 
des Transports der auf dem Testtablett TST angeordneten 
ICs jeweils aufeinanderfolgend in Zweiergruppen zu den 10 
und in die auf dem fur den logischen Test vorgesehenen 
Testkopf 104B vorhandenen beiden Testsockel 153 mittels 
einer Aktivierung der Antriebseinheiten 150, ohne wei teres 
ausfuhrbar, so daB diese Vorgange nicht naher beschrieben 
werden. 15 

Sobald der Test der logischen Abschnitte hinsichtlich der- 
jenigen ICs, die bei dem Test ihrer Speicherabschnitte als 
fehlerfrei erkannt worden sind, abgeschlossen ist, wird das 
Testtablett TST von dem Halterahmen 151 abgenommen 
und zu der in Fig. 1 dargestellten Kammer 103 transportiert, 20 
in der die auf hoher oder defer Temperatur befindlichen ge- 
testeten ICs wieder auf die Raumtemperatur zuruckgebracht 
werden, bevor sie zu dem Entladeabschnitt 400 weitergelei- 
tet werden. Die getesteten ICs, die sich auf dem zu dem Ent- 
ladeabschnitt 400 transportierten Testtablett TST befinden, 25 
werden auf der Grundlage der Testergebnisse in einzelne 
Kategorien bzw. Gruppen sortiert und von dem Testtablett 
TST auf die entsprechenden Universaltabletts KST aufge- 
bracht und in diesen gelagert Das Testtablett TST, das in 
dem Entladeabschnitt 400 geleert worden ist, wird zu dem 30 
Beschickungsabschnitt 300 zuriicktransportiert, bei dem es 
emeut mit zu testenden ICs bestiickt wird, die von einem 
Universaltablett KST stammen, woraufhin die gleichen Ar- 
beitsschrkte-wiederholt werden. 

Bei der dargestellten Handhabungseinrichtung sind acht 35 
Lagergestelle STK-1, STK-2, . . ., STK-8 als Lagergestelle 
202 zum Speichern von getesteten ICs vorgesehen, so daB 
die getesteten ICs in maximal acht Lagergestelle einsortiert 
bzw. klassiflziert und in den jeweils zugeordneten Lagerge- 
stellen gelagert werden konnen. Der Grund hierfur liegt 40 
darin, daB es erwiinscht sein kann, die getesteten ICs nicht 
nur in auslegungskonforme bzw. fehlerfreie und nicht ausle- 
gungskonforme bzw. fehlerhafte Bauelemente zu sortieren, 
sondem sie noch weiter fein zu klassifizieren, wobei die aus- 
legungskonformen Bauelemente in Bauelemente rnit hoher, 45 
mittlerer oder niedriger Arbeitsgeschwindigkeit unterteilt 
werden konnen, und die nicht auslegungskonforrnen Bau- 
elemente als Bauelemente klassiflziert werden konnen, fiir 
die ein erneuter Test erforderlich ist, wobei noch andere 
Klassen vorgesehen sein konnen. Selbst wenn die Anzahl 50 
von klassifizierbaren Kategorien maximal acht betragt, ist 
die Anzahl von Universaltabletts KST, die in dem Entlade- 
abschnitt 400 angeordnet werden konnen, bei dem darge- 
stellten Ausfuhrungsbeispiel auf vier beschrankt. Falls ei- 
nige getestete ICs vorhanden sein sollten, die in andere Ka- 55 
tegorien als diejenigen Kategorien einsortiert werden sollen, 
die den in dem Entladeabschnitt 400 angeordneten Univer- 
saltabletts KST zugeordnet sind, miissen aus diesem Grund 
die folgenden Arbeits vorgange durchgefuhrt werden: Eines 
der Universaltabletts KST muB von dem Endadeabschnitt 60 
400 zu dem Lagerabschnitt 200 zuruckgefiihrt werden und 
es muB als Ersatz hierfur ein Universaltablett KST, das zum 
Lagern der zu der neuen Kategorie gehorenden ICs ausge- 
iegt ist, von dem Lagerabschnitt 200 zu dem Endadeab- 
schnitt 400 fiir die Unterbringung des ICs transportiert wer- 65 
den. 

Wie vorstehend erlautert, ist es bei der vorliegenden Er- 
findung moglich, dann, wenn ICs in dem Beschickungsab- 



schnitt auf ein Testtablett TST aufgebracht worden sind, 
aufeinanderfolgend die Speicherabschnitte und die logi- 
schen Abschnitte der ICs au torn arisen zu testen, wobei die 
ICs auf dem Testtablett TST aufgebracht bleiben. Hierdurch 
ist die Notwendigkeit hinsichtlich der von einem Menschen 
durchzufuhrenden Transportvorgange beseitigt, die zwi- 
schen dem Test der Speicherabschnitte und dem Test der lo- 
gischen Abschnitte durchzufuhren waren. Es ist somit er- 
sichtlich, daB die vorliegende Erfindung die erheblichen 
Vorteile bringt, daB sowohl der Test der Speicherabschnitte 
als auch der Test der logischen Abschnitte in einem kurzen 
Zeitintervall durchgefuhrt werden konnen. 

Daruber hinaus wird durch die vollstandige Beseirigung 
der Notwendigkeit von von einem Menschen auszufuhren- 
den Arbeits vorgange die Moglichkeit beseitigt, daB eine un- 
beabsichtigte Anderung der Reihenfolge des Transports der 
Tabletts von einem der IC-Testgerate zu einem anderen Ge- 
rat auftreten kann. Es versteht sich somit, daB mit der vorlie- 
genden Erfindung ein sehr zuverlassig aufgebauter und ar- 
beitender IC-Tester geschaffen wird. 

Bei der vorhergehenden Beschreibung ist die vorliegende 
Erfindung unter Bezugnahme auf ein Ausfuhrungsbeispiel 
dargestellt, bei dem die Erfindung bei einer Handhabungs- 
einrichtung zum Einsatz kommt, die derart aufgebaut ist, 
daB das Testtablett entlang eines dreidimensionalen Pfads 
urnlauft. Die vorliegende Erfindung ist aber selbstverstand- 
lich, unter Erzielung der gleichen funktionellen EfFekte, 
auch bei einer Handhabungseinrichtung des in Fig, 11 dar- 
gestellten Ausfuhrungstyps einsetzbar, bei dem das Testta- • 
blett entlang eines ebenen Pfads urnlauft. 

Patentanspruche 

1. Halbleiterbauelement-Testgerat zum Testen von in- 
tegrierten Halbleiterschaltungen, bei dem ein Testta- 
blett (TST) in umlaufender Weise entlang eines vorbe- 
stimmten Bewegungspfads bewegt wird und hierbei zu 
testende und auf dem Testtablett angeordnete ICs durch 
einen Testkopf (104A, 104B) getestet werden, der in 
oder an der Bewegungsbahn des Testtabletts angeord- 
net ist, dadurch gekennzeichnet, daB ein fiir einen 
Speichertest ausgelegter Testkopf (104A) und ein fiir 
einen logischen Test ausgelegter Testkopf (104B) in 
oder an der Bewegungsbahn des Testabschnitts (TST) 
angeordnet sind, und daB im Test befindliche und auf 
einem Testtablett (TST) angeordnete ICs, die jeweils 
einen Speicherabschnitt und einen logischen Abschnitt 
aufweisen, durch die jeweiligen Testkbpfe (104A, 
104B) getestet werden, wahrend die ICs auf demselben 
Testtablett (TST) angeordnet bleiben. 

2. Halbleiterbauelement-Testgerat nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB zunachst die Speicherab- 
schnitte der im Test befindlichen und auf dem Testta- 
blett (TST) angeordneten ICs durch den fur den Spei- 
chertest ausgelegten Testkopf (104A) getestet werden 
und dann die logischen Abschnitte dieser ICs durch 
den fiir den logischen Test ausgelegten Testkopf 
(104B) getestet werden. 

3. Halbleiterbauelement-Testgerat nach Anspruch 1 
oder 2, gekennzeichnet durch eine Bewegungseinrich- 
tung (140) zum Bewegen und schrittweisen Transpor- 
tieren eines Testtabletts (TST) mit vorbestimmten 
Schritten in den Richtungen X und Y, wobei die im Test 
befindlichen und auf dem Testtablett (TST) angeordne- 
ten ICs durch die Bewegungseinrichtung (140) aufein- 
anderfolgend rnit einem Testsockel des fur den logi- 
schen Test ausgelegten Testkopfs (104B) in Kontakt 
gebracht werden, wahrend die ICs auf dem gleichen 
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Testtablett (TST) angeordnet sind. 

4. Halbleiterbauelement-Testgerat nach Anspruch 1, 2 
oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB lediglich diejeni- 
gen ICs der im Test befindlichen ICs, deren Speicher- 
abschnitte bei dem Test mittels des fur den Speichertest 
ausgelegten Testkopfs (104A) als fehlerfrei eingestuft 
wurden, anschlieBend hinsichtlich ihrer logischen Ab- 
schnitte durcb den flir den logischen Test ausgelegten 
Testkopf (104B) getestet werden. 

5. Halbleiterbauelement-Testgerat nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Bewegungseinrich- 
tung (140) eine an ihr angebrachte, in Z-Achsenrich- 
tung wirksame Antriebseinrichtung (150) aufweist, die 
zum Bewegen eines Testtabletts (TST) in vertikaler 
Richtung dient, um hierdurch die im Test befindlichen 
und auf einem Testtablett (TST) angeordneten ICs auf- 
einanderfolgend mit dem Testsockel des fur den logi- 
schen Test ausgelegten Testkopfs (104B) in Kontakt zu 
bringen, wahrend die ICs auf dem Testtablett (TST) an- 
geordnet bleiben. 

6. Halbleiterbauelement-Testgerat zum Testen inte- 
grierter Halbleiterschaltungen, bei dem ein Testtablett 
(TST) in umlaufender Weise entlang einer vorbe- 
stimmten Bewegungsbahn bewegt wird, um hierdurch 
zu testende und auf einem Testtablett (TST) angeord- 
nete ICs mittels eines Testkopfs (104A, 104B) zu te- 
sten, der in oder an der Bewegungsbahn des Testta- 
bletts angeordnet ist, wahrend die ICs auf diesem Test- 
tablett angeordnet bleiben, wobei die Testergebnisse in 
Abhangigkeit von Adressen verwaltet werden, die 
durch eine Identifikationsnummer, die dem Testtablett 
(TST) zugeordnet ist, und durch Nurnmern bestimrnt 
sind, die den IC-Anordnungspositionen in dem Testta- 
blett (TST) zugeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, 
daB ein fur einen Speichertest ausgelegter Testkopf 35 
(104A) und ein fur einen logischen Test ausgelegter 
Testkopf (104B) in oder an der Bewegungsbahn des 
Testtabletts (TST) angeordnet sind, und daB zu testende 
ICs, die auf einem Testtablett (TST) angeordnet sind 
und jeweils einen Speicherabschnitt und einen logi- 
schen Abschnitt aufweisen, durch die jeweiligen Test- 
kopfe (104A, 104B) getestet werden, wahrend die ICs 
auf demselben Testtablett (TST) angeordnet bleiben. 

7. Halbleiterbauelement-Testgerat nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB zuerst die Speicherab- 
schnitte der zu testenden und auf dem einen Testtablett 
(TST) angeordneten ICs durch den fur den Speichertest 
ausgelegten Testkopf (104A) getestet werden und an- 
schlieBend die logischen Abschnitte dieser ICs durch 
den fur den logischen Test ausgelegten Testkopf 
(104B) getestet werden. 

8. Halbleiterbauelement-Testgerat nach Anspruch 6 
oder 7, dadurch gekennzeichnet, daB eine Bewegungs- 
einrichtung (140) zum Bewegen und schrittweisen 
Transportieren eines Testtabletts (TST) mit vorbe- 
stimmten Inkrementen in den Richtungen X und Y an 
einer vorbestimmten Position oberhalb des fur den lo- 
gischen Test ausgelegten Testkopfs (104B) angeordnet 
ist, und daB die zu testenden und auf einem Testtablett 
(TST) angeordneten ICs aufeinanderfolgend in Kon- 
takt mit einem Testsockel des fur den logischen Test 
ausgelegten Testkopfs (104B) durch die Bewegungs- 
einrichtung (140) in Kontakt gebracht werden, wah- 
rend die ICs auf dem gleichen Testtablett (TST) ange- 
ordnet bleiben. 

9. Halbleiterbauelement-Testgerat nach Anspruch 6, 7 
oder 8, dadurch gekennzeichnet, daB lediglich diejeni- 
gen ICs der im Test befindlichen ICs, deren Speicher- 
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abschnitte bei der Durchfuhrung des Tests mittels des 
fur den Speichertest ausgelegten Testkopfs (104 A) als 
fehlerfrei eingestuft wurden, einem Test ihrer logi- 
schen Abschnitte mittels des fur den logischen Test 
ausgelegten Testkopfs (104B) unterzogen werden. 
10. Halbleiterbauelement-Testgerat nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Bewegungseinrich- 
tung (140) eine an ihr angebrachte Antriebseinrichtung 
(150) fur den Antrieb in Richtung der Achse Z auf- 
weist, die zum Bewegen eines Testtabletts (TST) in 
vertikaler Richtung dient, um hierdurch die zu testen- 
den und auf einem Testtablett (TST) angeordneten ICs 
aufeinanderfolgend mit dem Testsockel des fur den lo- 
gischen Test ausgelegten Testkopfs (104B) in Kontakt 
zu bringen, wahrend die ICs auf dem gleichen Testta- 
blett (TST) angeordnet bleiben. 
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